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Shaker Verlag Mrz 2004, 2004. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x151x15 mm. Neuware - Fur
Anwendungen der Mikrosystemtechnik (MEMS, MOEMS) werden insbesondere unter dem Gesichtspunkt der
fortschreitenden Miniaturisierung zunehmend Molded Interconnect Devices (MIDs) als Substrate fiir die
Chipmontage entwickelt. Diese Schaltungstrager unterscheiden sich hinsichtlich ihrer mechanischen Festigkeit,
ihrer thermischen Belastbarkeit, ihrer Warmeleitung, ihrer thermischen Ausdehnung sowie der Rauheit ihrer
Leiterbahnen deutlich von herkdmmlichen Substraten wie FR4 Leiterplatten, Keramikgehdusen oder
Leadframes. Um herauszufinden, wie wund unter welchen Bedingungen auch bei MIDs das
Ultraschalldrahtbonden zur Kontaktierung von Nacktchips prozesssicher eingesetzt werden kann, wurden
umfangreiche Untersuchungen durchgefiihrt. Dabei wurde vom Kenntnisstand zum Drahtbonden auf heute
gebrduchlichen Substraten und den dabei zu beriicksichtigenden Einflussfaktoren ausgegangen. Die
experimentellen Untersuchungen wurden auf ganzflachig metallbeschichteten 1K-MIDs aus verschiedenen
Polymerwerkstoffen (LCP, PA6, ABS/PC, PBT-MID) mit unterschiedlichen Metallschichten sowie auf 2K-MIDs aus
LCP und auf laserstrukturierten 1K-MIDs aus LCP durchgefiihrt. Fiir die Herstellung der Metallschichten wurden
auflenstromlos chemische Abscheidung und PVD-Verfahren eingesetzt. Zum Bonden wurden AlISil Drdhte mit
unterschiedlichen Durchmessern und verschiedenen Festigkeiten verwendet. 174 pp. Deutsch.
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